Navod k osazeni desky CGA-1V rev. 1.1
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nez u béznych oboustrannych plosnych spojtli. Vyvody soucastek, pfipojenych na vnitini vrstvy desky GND
a VCC, maji vysokou miru odvodu tepla, a takové propoje jsou opravitelné jesté hiir. Proto vénujte
maximalni pozornost vybéru soucastek, aby nedoslo k jejich zaméné.

e POZOR! U integrovanych obvodt fad 74LS a 74ALS dodrite pfesné uvedené typy a svévolné je
nenahrazujte jinymi rodinami fady 74xx.

Nedostupné soucastky drzim skladem, takze kdyz nékterou soucdstku nesezenete, nemusite
zbytecné improvizovat. Pfipadné opravy nemusi byt jednoduché, viz prvni odstavec.

Pokud k tomu nemate konkrétni divod, vyhnéte se pti osazovani paticim pro integrované obvody.
Je to jednak z dlivodu vyssi dlouhodobé spolehlivosti, navic je deska dost rychlad a nedokonalé kontakty
v paticich mohou zpUsobit nefunkénost desky. Do patic pfijde pouze pamét RAM 32kB, protozZe je pod ni
zapajen obvod IC26 (74LS30) a RAMDALC.

e POZOR! Patici pro RAM bud’ pouzijte doporuceného typu, nebo pfi nahradé odstrarite stiedni
vyztuzny mtstek, aby nebranil osazeni IC26 dovnitf patice.

e POZOR! Obvody RAMDAC a RAM jsou v ploSném spoji kazdy otoceny jinak!

e POZOR! Odporovou sit R3 (75R) nenahrazujte jinou hodnotou odporu. Muze dojit ke zhor3eni kvality
obrazu a vyrazné zméné jasu.

Z hlediska poradi pfi osazovani desky doporucuji osazovat v tomto poradi: ferity, rezistory (velikost
0204), odporové sité, integrované obvody a oscilator, kondenzatory, konektory a JUMPER. Ferity a rezistory
neni vhodné pfisadit aZ na plosny spoj, mezi télem soucdstky a ploSnym spojem ponechejte cca Imm
mezeru.

Po osazeni a zprovoznéni je vhodné omyt desku v Isopropanolu kvili odstranéni zbytk( tavidla.
PFi manipulaci s deskou davejte pozor na piny konektor FRB, které se snadno ohybaji. Idedini je pracovat
s nasazenym krytem konektoru. Pro odjisténi a odstranéni prebytecnych pinli na konektoru FRB Ize pouZit
lisovaci dutinku na lanéné vodice o rozméru 2x0,75mm.



